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装配粘合剂 液态粘合剂 导热界面材料芯片粘结粘合剂 焊锡材料环氧塑封料 油墨与涂料

汉高解决方案

市
场
需
求 高可靠性

可持续发展

客户制造效率

最小化

低压注塑成型

表面贴装粘合剂

包封

(Glob Top)

CSP 底部填充

(边角绑定)

热管理材料

组装膜粘合剂

灌封化合物
共形覆膜

焊锡材料

包封

(围坝& 填充)

衬垫

密封胶

导电膏

绝缘固晶胶

印刷油墨

电子组装材料
应用于电路板装配
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